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(54)实用新型名称

一种电脑机箱水冷散热器

(57)摘要

本实用新型提供一种电脑机箱水冷散热器， 

包括第一冷板、第二冷板和水泵，第一冷板左端 

连接进水口，第二冷板左端连接出水口，进水口 

和出水口均连接水泵，第一冷板和第二冷板的水 

路为串联连接，每块水冷板均由散热板和冷却水 

流道两部分组成，散热板采用叉排散热柱结构， 

叉排散热柱结构包括导热硅脂，导热硅脂下部设 

置有上衬板，上衬板下部设置有第一焊料，第一 

焊料下部设置有铜柱，铜柱下部设置有第二焊 

料，第二焊料下部设置有芯片，本实用新型设计 

合理，使用方便，采用叉排散热柱结构，不仅増加 

了水流的扰动及流道中水的揣流强度，而且还増

3加了换热面积，散热效果好，有很好的应用前景。 
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1. 一种电脑机箱水冷散热器，包括第一冷板、第二冷板和水泵，其特征在于:第一冷板 

左端连接进水口，第二冷板左端连接出水口，进水口和出水口均连接水泵，第一冷板和第二 

冷板的水路为串联连接，每块水冷板均由散热板和冷却水流道两部分组成，散热板采用叉 

排散热柱结构，叉排散热柱结构包括导热硅脂，导热硅脂下部设置有上衬板，上衬板下部设 

置有第一焊料，第一焊料下部设置有铜柱，铜柱下部设置有第二焊料，第二焊料下部设置有 

芯片，芯片下部设置有下衬板，下衬板下部设置有第一冷板。

2. 根据权利要求1所述的一种电脑机箱水冷散热器，其特征在于:所述的两块冷板间通 

过0形密封圈实现水路密封。

3. 根据权利要求1所述的一种电脑机箱水冷散热器，其特征在于:所述的第一冷板和第 

二冷板采用MN-FIN冷板。

4. 根据权利要求1所述的一种电脑机箱水冷散热器，其特征在于:所述的芯片和下衬板 

之间设置有第三焊料，下衬板与第一冷板之间也设置有第四焊料。
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一种电脑机箱水冷散热器

技术领域

[0001]本实用新型涉及机箱散热器领域，具体涉及一种电脑机箱水冷散热器。

背景技术

[0002] 在日常使用电脑时，经常会出现电脑温度增高，电脑出现卡顿，屏幕“撕裂”的现 

象，这不仅对我们工作学习使用电脑有影响，而且还会造成硬件上的损失，电脑中的硬件， 

如果长时间处于高温状态，会造成很严重的损坏，比如显卡上面有很多小的电容，是给显卡 

供电用的，这些电容因为体积很小，所以是不耐高温的，它们非常容易在显卡高温的时候烧 

坏，显卡的核心是热量最集中的地方，而且显卡的散热，最主要也是散核心处的热量，往往 

电脑在工作长时间以后，温度有时候能升到80〜90C，这会极大的影响显卡的使用寿命，甚 

至直接烧坏显卡核心，现有技术存在发热元件如显卡、CPU出现温度过高，出现“卡顿”，如果 

长时间处于高温状态，会造成硬件严重的损坏的问题。

实用新型内容

[0003]本实用新型的目的是为解决上述不足，提供一种电脑机箱水冷散热器。

[0004]本实用新型的目的是通过以下技术方案实现的：

[0005] —种电脑机箱水冷散热器，包括第一冷板、第二冷板和水泵，第一冷板左端连接进 

水口，第二冷板左端连接出水口，进水口和出水口均连接水泵，第一冷板和第二冷板的水路 

为串联连接，每块水冷板均由散热板和冷却水流道两部分组成，散热板采用叉排散热柱结 

构，叉排散热柱结构包括导热硅脂，导热硅脂下部设置有上衬板，上衬板下部设置有第一焊 

料，第一焊料下部设置有铜柱，铜柱下部设置有第二焊料，第二焊料下部设置有芯片，芯片 

下部设置有下衬板，下衬板下部设置有第一冷板。

[0006] 两块冷板间通过0形密封圈实现水路密封。

[0007] 第一冷板和第二冷板采用MN-FIN冷板。

[0008]芯片和下衬板之间设置有第三焊料，下衬板与第一冷板之间也设置有第四焊料。 

[0009]本实用新型具有如下有益的效果：

[0010]本实用新型设计合理，使用方便，采用叉排散热柱结构，不仅增加了水流的扰动及 

流道中水的湍流强度，而且还增加了换热面积，散热效果好，有很好的应用前景。

附图说明

[0011]图1为本实用新型的整体结构示意图；

[0012]图2为本实用新型的叉排散热柱结构截面图；

[0013]图3为本实用新型的第一冷板和第二冷板连接结构图。

具体实施方式

[0014]下面结合附图对本实用新型作进一步的说明：
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[0015]如图1-图3所示，一种电脑机箱水冷散热器，包括第一冷板1、第二冷板2和水泵，第 

一冷板1左端连接进水口 4，第二冷板2左端连接出水口 3，进水口 4和出水口 3均连接水泵，第 

一冷板1和第二冷板2的水路为串联连接，每块水冷板均由散热板和冷却水流道两部分组 

成，散热板采用叉排散热柱结构，叉排散热柱结构包括导热硅脂6，导热硅脂6下部设置有上 

衬板7，上衬板7下部设置有第一焊料8，第一焊料8下部设置有铜柱9，铜柱9下部设置有第二 

焊料10,第二焊料10下部设置有芯片11，芯片11下部设置有下衬板13,下衬板13下部设置有 

第一冷板1。

[0016] 两块冷板间通过0形密封圈实现水路密封。

[0017] 第一冷板和第二冷板采用MN-FIN冷板。

[0018]芯片和下衬板之间设置有第三焊料12,下衬板与第一冷板之间也设置有第四焊料 

5。

[0019] —方面提高散热器内部流畅的湍流强度;另一方面加大散热面积，提高散热效果。 

一般双面散热较单面散热能力提高30%以上。

[0020] 本散热器安装在机箱CPU外表面，热量首先通过热传导的方式由衬板传到散热器， 

然后通过强迫液冷的方式传导至外界环境中。为了减小衬板与散热器间的热阻，将衬板直 

接焊接在第一冷板上。冷板2的台面温度远高于冷板1的台面温度，这是因为冷板2侧的导热 

硅脂层和铜垫块使得芯片至冷板2的热阻远大于芯片至冷板1的热阻，大部分热量从冷板1 

侧流走。

[00211 采用冷锻工艺生产的MN-FIN散热器，肋片的一致性高，焊接工艺比微通道冷板要 

简单，在性能方面，由于MN-FIN冷板的针状肋不仅增加了水流的扰动及流道中水的湍流强 

度，而且还增加了换热面积，故在同等条件和特征尺寸（通道高度和间距）下，相对于微通道 

冷板，MN-FIN的热阻较小，流阻较大。
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